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摘要(译)

本发明提供一种封装基板、封装方法、显示面板，属于显示技术领域，
其可解决现有的封装基板容易在封装过程中损坏的问题。本发明的封装
基板包括基底，以及设在所述基底用于在封装时接触压头一侧的承压
层，所述承压层在基底上的投影与所述基底在封装时对应封装区的区域
重合。本发明可用于有机发光二极管显示面板的封装，尤其是柔性有机
发光二极管显示面板的封装。
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